DST110

Materiales para fabricar

MATERIAL TEMPERATURA PRESION

PUR -20°C A 115°C -
NBR -30°C A 110°C -
FKM -20°C A 210°C -
EPDM -45°C A 130°C -
TBR -200°C A 260 °C -
TFV -200°C A 260 °C -
HNBR -30°C A 150°C -
PUA -20°C A 110°C -
PUG -30°C A 110°C -
POM -45°C A 100°C -
PA -40°C A 110°C -
NYL -45°C A 100 °C -
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Material requerido: Cantidad Solicitada:
Observaciones:
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